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内容概要

　　《电子工程技术丛书：高速数字电路设计入门》介绍高速数字电路设计基础知识、设计要求与方
法。
全书共分10章，着重介绍了在高速数字电路中电阻元件、电容元件、电感元件、铁氧体元件的特性与
应用，高速数字电路的PDN设计，高速数字电路的去耦电路设计，FPGA的PDN设计，高速数字电路
的信号完整性，高速数字电路的EMI抑制，高速信令标准的规范要求、特性与应用等内容。

　　《电子工程技术丛书：高速数字电路设计入门》内容丰富，叙述详尽清晰，图文并茂，通过大量
的设计实例说明高速数字电路设计中的一些技巧与方法及应该注意的问题，工程性好，实用性强。
?
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